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内容概要

本书系统介绍了电子元气件的基本性能及各种参数意义。
并介绍了电子元气件的生产工艺和在实际中的应用，同时对于目前一些新的微电子技术和表面组装技
术也作了介绍。
全书共分五篇，分别是分立电子元件、薄厚膜集成电路、压电铁电器件、传感器及表面组装元件和表
面组装技术。
     全书内容涉及面较宽，是电子技术、自动化、自动控制、检测与仪器、微电子技术等专业研究生和
大学本科生的教材或教学参考书，同时对从事科研、生产和应用电子元气件的科技工作者和工程技术
人员有较大的参考价值。
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